
 

  

 

 

 

 

 

 

征稿通知 

世界医药信息学大会（MEDINFO）是国际医药信息学的品牌学术大会，是国际健康和生

物医学信息领域的著名盛会。MEDINFO 2015 即第 15 届世界医药信息学大会将由巴西卫生健

康信息学会（SBIS）承办，于 2015 年 8 月 19 日～23 日在巴西圣保罗隆重召开。值此会议召

开之际，在中国医药信息学会（CMIA）的努力下，MEDINFO 2015 将在会议期间设立世界

生物医药健康信息学(华语)论坛，这是 MEDINFO 首次设置华语专场，一方面将向全球展示中

国信息学的研究成果，另一方面，也是为 MEDINFO 2017 在北京的顺利召开奠定基础。参加

论坛交流的报告将会在 MEDINFO2015 的大会日程中体现。 

本论坛将延续 MEDINFO 2015 “电子健康·促进健康” 的主题，既传播结合我国生物

医药及健康信息学领域的最新发展及趋势，涵盖云计算、健康大数据、应用物联网与移动穿

戴技术进行慢病管理和养老服务的开发研究与实践、远程医疗与移动健康、电子病历与电子

健康档案、智慧医院、信息技术与中医药研究新模式及中医信息化、护理信息学的研究与实

践、医护人员信息能力的培养、医院信息化建设的成果与挑战等内容。欢迎踊跃投稿并参会，

被录用者将收到论坛的正式邀请函，参会者在 MEDINFO2015 完成会议注册后，可在论坛进

行中文交流，且经论坛录用的文章题目将会在大会的日程中体现(但不被收录到大会汇编)。 

 征稿时间表 

事项 时间 

大会注册系统开放 2014.10.1 

全球华语生物健康信息学论坛投稿截止日期 2015.2.28 

接受通知 2015.3.31 

大会开幕 2015.8.19 

 

  世界生物医药健康信息学(华语)论坛 

      中国医药信息学会       



 投稿指南 

所有稿件须以 Microsoft Word 文件（*.doc）或 PDF 文件上传，请参照本通知附带的模板

进行书写并上传。稿件要求如下： 

 投稿格式：包括研究背景和目的、研究方法、研究结果、研究结论。 

 语言：英文或中文（文章题目请附中英文）。 

稿件中的数值单位需使用国际单位，注意语法、拼写和标点。 

 页边距：页面四周页边距均为 2cm。 

 摘要字数：限一页，超过一页不予受理。 

 投稿模板：见下页附件 1。 

 

 投稿地址： 

http://www.wenjuan.com/s/N3qqiq/ 

投稿如遇问题请扫描下面二维码并加入 MEDINFO2015 华语论坛微信群，论坛组织者将统

一回复, 如有需要也可直接联系会务组：18701401892 (季老师) 

 

 

 

中国医药信息学会 

2015 年 1 月 26 日 
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投稿模板 

题目 

作者 Tze Yun Leonga, Dominik Aronskyb 

单位  a School of Computing, National University of Singapore, Singapore 
b Department of Biomedical Informatics, Vanderbilt University, Nashville, TN, USA 

 

Introduction 背景与目的 

 

 

 

 

 

Materials and Methods 对象与方法 

 

 

 

 

 

 

 

Results 结果 

Table 1 –?? 

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 -?? 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion 结论 

 

 

 

 

Keywords  关键词 
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